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	超音波半田による�ターゲット材料接合技術
	【概要】�　ディスプレイやタッチパネル・太陽電池等の薄膜を形成する技術として、スパッタリングがあるが、スパッタリングターゲットの製造を超音波による接合が可能。��【構造】�　薄膜するターゲット材とバッキングプレートをインジウムやインジウム合金で接合(ボンディング)している。
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